DEUTSCHE NORM September 2003

Isolationskoordination fur elektrische Betriebsmittel DIN
in Niederspannungsanlagen AL\

Teil 3: Anwendung von Beschichtungen, EingieBen oder VergieBen zum

Schutz gegen Verschmutzung EN 60664-3

(IEC 60664-3:2003) Deutsche Fassung EN 60664-3:2003

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchflihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 01 1 0
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 3
ICS 29.080.30 Ersatz fur

DIN VDE 0110-3
(VDE 0110 Teil 3):1998-05

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — ! 4 e
Siehe Beginn der Gultigkeit

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution
(IEC 60664-3:2003); German version EN 60664-3:2003

Coordination de I'isolement des matériels dans les systémes (réseaux)
a basse tension — Partie 3: Utilisation de revétement, d’empotage ou de
moulage pour la protection contre la pollution (CEIl 60664-3:2003);
Version allemande EN 60664-3:2003

Die Européische Norm EN 60664-3:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 60664-3 wurde am 2003-04-01 angenommen.
Daneben darf DIN VDE 0110-3 (VDE 0110 Teil 3):1998-05 noch bis 2006-04-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 123 ,Isolationskoordination fiir Niederspannungs-Betriebs-
mittel“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustéandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 28A/152/CD (VDE 0109 Teil 24):2000-12.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 109 ,Insulation co-ordination for low-voltage equipment” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2008 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geéndert.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
und 23 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Anderungen
Gegeniber DIN VDE 0110-3 (VDE 0110 Teil 3): 1998-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Teil 3 ist genau mit Teil 1 abgestimmt worden (einschlieBlich der Anderungen 1 und 2). Es ist klargestellt
worden, dass Teil 3 nur als vollstdndiges Schriftstlick zusammen mit Teil 1 von IEC 60664 angewendet
werden kann.

b) Der Anwendungsbereich von Teil 3 ist erheblich ausgedehnt worden und schlieBt nunmehr auch
EingieBen und VergieBen sowie &hnliche Verfahren ein, die einen Schutz gegen Verschmutzung
bewirken. Die Norm gilt auch fur alle Arten von beschichteten Leiterplatten einschlieBlich der Oberflache
der inneren Lagen von mehrlagigen Leiterplatten, Substraten und &hnlichen geschitzten Anordnungen.
Die Abstdnde durch eine innere Lage von mehrlagigen Leiterplatten werden dagegen durch die
Anforderungen an feste Isolierungen in Teil 1 bestimmt.

c) Der Unterschied zwischen den beiden Arten des Schutzes ist klargestellt worden. Der Schutz vom Typ 1
(bisher Typ A) fiihrt zu einer Verringerung des unterhalb des Schutzes vorhandenen
Verschmutzungsgrades auf Verschmutzungsgrad 1. Der Schutz vom Typ 2 (bisher Typ B) fihrt zu
Schutzanordnungen, die &hnlich wie feste Isolierungen behandelt werden kénnen. Dementsprechend sind
die Bemessungs- und Priifanforderungen genauer zugeordnet worden.

d) Das Anwendungsgebiet ist ausgedehnt worden und umfasst jetzt Funktionsisolierung, Basisisolierung,
zusétzliche Isolierung und verstérkte Isolierung.

e) Sowohl der Schutz von Typ 1 als auch Typ 2 kénnen unter den Bedingungen des Verschmutzungsgrads 3
eingesetzt werden (bisher nur Typ B).

f) Nicht nur fir den Schutz vom Typ 2 sondern auch fiir den Schutz vom Typ 1 missen zwischen zwei
leitfahigen Teilen 100 % des Abstands durch den Schutz abgedeckt sein.

g) Fir den Schutz vom Typ 2 sind Mindestabsténde eingefiihrt worden. In keinem Fall dirfen die Abstédnde
den unteren Grenzwert von 10 pm unterschreiten.

h) Auch auf den neuen Teil 5 von IEC 60664 wird Bezug genommen.

i) Die Prufungen sind genauer an die unterschiedlichen Anforderungen fir die Beschichtungen vom Typ 1
und Typ 2 angepasst worden. Die geschitzte Anordnung muss den elektrischen Prufungen fir feste
Isolierungen in 4.1.2 von |EC 60664-1 standhalten. Fir den Schutz vom Typ1 st die
Teilentladungsprifung nicht anwendbar. Fir den Schutz vom Typ 2 muss die Teilentladungsprifung
durchgefihrt werden. Die erforderliche Teilentladungsaussetzspannung und das Prifverfahren sind in
4.1.2.4 von |IEC 60664-1 festgelegt.

j) Die Anforderungen an die Priflinge sind an den erweiterten Anwendungsbereich angepasst worden.

k) Die Prifungen fur die ,Haftung der Beschichtung® und die ,Ritzfestigkeit der Beschichtung“ sind neu
gefasst worden.

Frihere Ausgaben

DIN VDE 0110-3 (VDE 0110 Teil 3): 1998-05
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern

wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

EN 60068-2-1:1993
EN 60068-2-1/A1:
1993

EN 60068-2-1/A2:
1994

IEC 60068-2-1:1990
A1:1993
A2:1994

DIN EN 60068-2-1:1995-03

EN 60068-2-2:1993
EN 60068-2-2/A1:
1993

EN 60068-2-
2/A2:1994

IEC 60068-2-2:1974
IEC 60068-2-2A:1976
A1:1993

A2:1994

DIN EN 60068-2-2:1994-08

EN 60068-2-14:1999

IEC 60068-2-14:1984
A1:1986

DIN EN 60068-2-14:2000-08

EN 60068-2-78:2001

IEC 60068-2-78:2001

DIN EN 60068-2-78:2002-09

EN 60249-1:1993
EN 60249-1/A4:1994

IEC 60249-1:1982
A4:1993

DIN EN 60249-1:1994-05

Normen der Reihe
EN 60249-2

Normen der Reihe
IEC 60249-2

Normen der Reihe
DIN EN 60249-2

IEC 60326-2:1990
A1:1992

DIN IEC 60326-2:1992-07
DIN IEC 60326-2/A1:1993-10

EN 60454-3-1:1998
EN 60454-3-1/A1:
2001

IEC 60454-3-1:1998
A1:2001

DIN EN 60454-3-1
(VDE 0340 Teil 3-1):2002-03

VDE 0340 Teil 3-1

EN 60664-1:2003

IEC 60664-1:1992
A1:2000
A2:2002

DIN EN 60664-1
(VDE 0110 Teil 1):—*

VDE 0110 Teil 1

IEC 60664-5:—*

IEC Guide 104:1997

* In Vorbereitung.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 60068-2-1:1995-03, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen; Prifgruppe A: Kélte (IEC 60068-2-1:1990
+ A1:1993 + A2:1994); Deutsche Fassung EN 60068-2-1:1993 + A1:1993 + A2:1994.

DIN EN 60068-2-2:1994-08, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen; Prifgruppe B: Trockene Wérme
(IEC 60068-2-2:1974 + IEC 60068-2-2A:1976 + A1:1993); Deutsche Fassung EN 60068-2-2:1993 + A1:1993.

DIN EN 60068-2-14:2000-08, Umweltpriifungen — Teil 2: Prifungen — Prifung N: Temperaturwechsel
(IEC 60068-2-14:1984 + A1:1986); Deutsche Fassung EN 60068-2-14:1999.

DIN EN 60068-2-78:2002-09, Umweltprifungen — Teil 2-78: Prifungen — Prifung Cab: Feuchte Wérme, kon-
stant (IEC 6006-8-2-78:2001); Deutsche Fassung EN 60068-2-78:2001.

DIN EN 60249-1:1994-05, Basismaterialien fiir gedruckte Schaltungen — Teil 1: Priifverfahren
(IEC 60249-1:1982 + A4:1993); Deutsche Fassung EN 60249-1:1993 + A4:1994.

Normen der Reihe DIN EN 60249-2, Basismaterialien flir gedruckte Schaltungen — Teil 2:
Einzelbestimmungen.

DIN EN 60454-3-1 (VDE 0340 Teil 3-1):2002-03, Selbstklebende Bénder fiir elektrotechnische
Anwendungen — Teil 3: Bestimmungen fiir einzelne Materialien — Blatt 1: Selbstklebende Bédnder aus PVC-
Folie (IEC 60454-3-1:1998 + A1:2001); Deutsche Fassung EN 60454-3-1:1998 + A1:2001.

DIN EN 60664-1 (VDE 0110 Teil 1):—”, Isolationskoordination flir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen.

DIN EN 60664-5 (VDE 0110 Teil 5):-”, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen — Teil 5: Ein umfassendes Verfahren zur Bemessung der Luft- und Kriechstrecken
flir Abstédnde gleich oder unter 2 mm.

DIN IEC 60326-2:1992-07, Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten — Teil 2: Priifverfahren; Identisch mit
IEC 60326-2:1990.

DIN IEC 60326-2/A1:1993-10, Leiterplatten — Teil 2: Priifverfahren; Identisch mit IEC 60326-2 A1:1992.

Yn Vorbereitung.
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EUROPAISCHE NORM EN 60664-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2003

ICS 29.080.30 Ersatz fir HD 625.3 S1:1997

Deutsche Fassung

Isolationskoordination fir elektrische Betriebsmittel in
Niederspannungsanlagen
Teil 3: Anwendung von Beschichtungen, Eingie3en oder Vergie3en zum

Schutz gegen Verschmutzung
(IEC 60664-3:2003)

Insulation coordination for equipment within low- Coordination de l'isolement des matériels dans
voltage systems les systémes (réseaux) a basse tension

Part 3: Use of coating, potting or moulding for Partie 3: Utilisation de revétement, d’empotage
protection against pollution ou de moulage pour la protection contre la
(IEC 60664-3:2003) pollution

(CEI 60664-3:2003)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2003-04-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Déanemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
pet. NROGRIIBRITLS
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 109/24/FDIS, zukiinftige 2. Ausgabe von |IEC 60664-3, ausgearbeitet von dem
IEC TC 109 ,Insulation co-ordination for low-voltage equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-04-01 als EN 60664-3 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt HD 625.3 S1:1997.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muf3 (dop) 2004-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow)  2006-04-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.

In dieser Norm sind die Anhange A, B, C und ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60664-3:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abéanderung als
Européische Norm angenommen.
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Einleitung

Dieser Teil von IEC 60664 beschreibt die Bedingungen, unter denen eine Verkleinerung der Bemessung von
Luft- und Kriechstrecken bei starren Anordnungen wie Leiterplatten oder Anschlussklemmen von Bauteilen
mdglich ist. Der Schutz gegen Verschmutzung kann durch jegliche Art von Umhillung wie Beschichtung,
EingieBen oder VergieBen erreicht werden. Der Schutz kann auf einer oder auf beiden Seiten der Anordnung
angebracht sein. In dieser Norm werden die Isolationseigenschaften des Materials fiir den Schutz festgelegt.

Zwischen allen unbeschichteten leitfahigen Teilen gelten die Anforderungen fiir Luft- und Kriechstrecken in
IEC 60664-1 oder IEC 60664-5.

Diese Norm gilt nur fir dauerhaft geschitzte Anordnungen, reparierte Anordnungen sind nicht
eingeschlossen.

Technische Komitees miissen den Einfluss der Uberhitzung von Leitern und Bauteilen, insbesondere im
Fehlerfall, auf den Schutz berticksichtigen und gegebenenfalls liber zusétzliche Anforderungen entscheiden.

Das sichere Verhalten der Anordnungen hangt von einem genauen und iberwachten Herstellungsprozess flir

die Aufbringung der Schutzanordnung ab. Anforderungen fur die Qualitatsiiberwachung, z.B. durch
Stichprobenprifungen, sollten von den Technischen Komitees in Betracht gezogen werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60664-3:2003-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60664-3-2003-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60664-3-2003-09

EN 60664-3:2003

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60664 gilt fir Anordnungen, die durch Beschichtungen, Eingie3en oder Vergie3en gegen
Verschmutzung geschutzt sind. Dadurch wird eine Verkleinerung der in Teil 1 oder Teil 5 beschriebenen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken ermdglicht.

ANMERKUNG 1 Wenn Bezug auf Teil 1 oder Teil 5 genommen wird, dann sind IEC 60664-1 oder IEC 60664-5 gemeint.

Diese Norm beschreibt die Anforderungen und Prifungen fur zwei Arten des Schutzes:

— der Schutz vom Typ 1 verbessert die Mikroumgebungsbedingungen fir die unter dem Schutz
befindlichen Teile;

— der Schutz vom Typ 2 wird als der festen Isolierung ahnlich angesehen.
Diese Norm gilt auch fiir alle Arten von beschichteten Leiterplatten einschlieBlich der Oberflache der inneren
Lagen von mehrlagigen Leiterplatten, Substraten oder &hnlichen geschitzten Anordnungen. Im Falle von

mehrlagigen Leiterplatten werden die Abstande zwischen den inneren Lagen durch die in Teil 1 enthaltenen
Anforderungen an feste Isolierungen bestimmt.

ANMERKUNG 2 Beispiele fur Substrate sind integrierte Hybridschaltungen und Dickfilmtechnologien.

Diese Norm behandelt nur dauerhafte Schutzanordnungen, nicht jedoch Anordnungen, die zur Wartung oder
zur Reparatur vorgesehen sind.

Die Verfahren dieser Norm gelten fur Funktionsisolierung, Basisisolierung, zuséatzliche Isolierung und ver-
stérkte Isolierung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen sind fir die Anwendung dieses Schriftstlicks unbedingt notwendig. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die angegebene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die neueste Ausgabe des
angegebenen Schriftstlickes (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold. Anderung 1 (1993). Anderung 2
(1994).

IEC 60068-2-2:1974, Basis environmental testing procedures — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat. Anderung 1
(1993). Anderung 2 (1994).

IEC 60068-2-14:1984, Basic environmental testing procedures — Part2: Tests — Test N: Change of tem-
perature. Anderung 1 (1986).

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state.

IEC 60249-1:1982, Base materials for printed circuits — Part 1: Test methods. Anderung 4 (1993).

IEC 60249-2 (alle Teile), Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications.

IEC 60326-2:1990, Printed boards — Part 2: Test methods. Anderung 1 (1992).

IEC 60454-3-1:1998, Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes — Part 3: Specifications for
individual materials — Sheet 1: PVC film tapes with pressure-sensitive adhesive.

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1. Principles,
requirements and tests. Anderung 1 (2000). Anderung 2 (2002).

IEC 60664-5:—, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 5: A comprehensive
method for determining clearance and creepage distances equal to or less than 2 mm ",

Y In Vorbereitung.
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